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行业背景与趋势01



碳化硅替代趋势明确，高频、高压、高温等性能突出

项目
第一代 第二代 第三代

Si GaAs 4H-SiC GaN

禁带宽度(eV) 1.12 1.43 3.2 3.4

饱和电子漂移速率
(10^7cm/s)

1.0 1.0 2.0 2.5

热导率
(W/cm*K)

1.5 0.54 4 1.3

击穿电场强度
(MV/cm)

0.3

电子迁移率
(cm^2/V*s)

1350

0.4

8000

3.5

3000

3.3

2000

当前硅基半导体在架构、可靠性、综合性能的提升方面都已经逼近物理极限，摩尔定律演进逐步放缓，相较第一代半导体，

以碳化硅和氮化镓为代表的第三代半导体性能优势突出，具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温等特点，是未来半导体

产业发展的重要方向。新能源汽车行业800V高压架构已成大势所趋，新能源车车载碳化硅功率器件应用有望加速渗透。

DC/DCSiC MOS、SBD单管

主驱逆变

OBC SiC MOS、SBD

SiC MOS模块

单管

直流充电桩
SiC
SBD

MOS、
单管

小米SU7全系碳化硅高压平台



下游市场应用空间广阔，碳化硅器件市占率稳步提升
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工业和能源 RF 汽车

Wolfspeed预测2026年碳化硅器件市场规模89亿美元

新能源汽车 光伏 电源设备 家用电器 智慧电网 轨道交通 智慧医疗 消费电子
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YOLE预测碳化硅的市占率有望在2024年突破10%

一代材料->一代器件->一代装置：碳化硅是未来中高功率电气系统最核心、最基础的功率器件！



国内碳化硅产业发展瓶颈仍在，高品质MOSFET产能稀缺

国内碳化硅产业链发展需克服多环节技术瓶颈

材料生长、高温氧化、离子注入等核心设备依赖进口

6寸量产良率需提升，8寸仍处样品和小批量验证阶段

高质量6寸SiC MOSFET产线有效产能仍不足

器件技术仍有差距，核心专利和创新能力仍待提升

设备

衬底

生产

技术

人才 具有核心研发创新能力和工程量产经验的人才稀缺

国产衬底已批量出口，高品质MOSFET产能稀缺

2023年我国碳化硅衬底材料折合6英

寸晶圆，出货已达89.4万片，销售

收入36.5亿元。据估算，我国2023

年的碳化硅衬底产能已占到全球产能

的42%，预计到2026年我国碳化硅

衬底产能将达全球产能的50%。

89.4万片

36.5亿元

国内主要的SiC MOSFET晶圆厂家包括积

塔、华润微、三安光电、芜湖长飞、芯联

集成等，大陆之外的晶圆代工厂主要是台

湾汉磊、欧洲X-FAB，其中主要提供代工

厂产能的有积塔、汉磊和X-FAB（美国）。

到2024年国内6英寸SiC MOSFET晶圆制

造的年产能仅为10万片

140万片/年

10万片/年

衬底产能 晶圆产能



公司与团队介绍02



极快的发展速度和极高的资金使用效率

 

 

 

 

3月 完成天使轮融资

4月 SIC MOS开发成功

11月 省高新技术企业

12月 功率模块产业落地

2022  

 

  

 

6月 完成Pre-A轮融资

8月 省“专精特新”

9月 参编国际标准发布

12月 SiC MOS车规级认证

2023
 

 

 

2024

1月 下游客户战略合作

2月 HV-H3TRB可靠性考核

5月 SiC MOS主驱产品发布

 

 

 

10月 公司成立

11月 >>高层次人才团队

12月 SIC SBD试制成功

2020

 

 

6月 SIC SBD量产

7月 通过ISO9001认证

8月 省科技型中小企业

12月 SBD供货电源龙头

2021

聚焦第三代半导体
功率器件及系统解决方案



知名创投、上市公司持续加码投资

公司

实控人及员工持股

某信

某远

某高新控股

某创业、某财通

某远

某芯

某新

Pre-A轮

天使轮

63.5%

6.5%

9.8%

7.8%

10%

1.3%

1.2%



丰富的专利、资质与荣誉

行业资质

公司获得ISO9001体系认证，产

品已通过高新技术产品、AEC-

Q101、HV-H3TRB等认证

公司掌握宽禁带半导体功率器件

研发核心技术和应用创新技术，

已取得专利五十余项

核心技术专利 行业荣誉

公司成立以来已获得中国创新创

业大赛一等奖、第三代半导体技

术突破奖等诸多荣誉

50+ 10+ 30+
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